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2014年 2月発行 

表  題 
ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPUで使用可能なメモリカードの

追加に伴う外観変更と，Q3MEM-4MBS-SETのメモリカード保護カバー追加のお知らせ 

適用機種 
Q02CPU，Q02HCPU，Q06HCPU，Q12HCPU，Q25HCPU，Q02PHCPU，Q06PHCPU，Q12PHCPU，Q25PHCPU，

Q12PRHCPU，Q25PRHCPU，Q3MEM-4MBS-SET 

 

三菱電機株式会社 名古屋製作所    〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 

 

三菱シーケンサMELSEC-Qシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

このたび，MELSEC-Qシリーズのうち，ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPUおよび

Q3MEM-4MBS-SETにて，下記の変更を行いますのでご連絡いたします。 

 

(1) ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPUにおいて，Q3MEM-4MBS形SRAMカードが使用

可能となります。それに伴い，メモリカード保護カバーを装着可能とするために，外観を変更させて

いただきます。 

 

(2) Q3MEM-4MBS-SETに同梱するメモリカード保護カバーとして，従来のQ3MEM-CVに加え，Q3MEM-CV-Hを追

加いたします。ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPUおよび二重化CPUには，Q3MEM-CV-Hを装

着願います。Q3MEM-CVはユニバーサルモデルQCPUにのみ装着可能ですので，ご注意願います。 

 

1 CPUユニットの変更 

1.1 Q3MEM-4MBSを使用可能なCPUユニットの追加 

Q3MEM-4MBSは，下記のCPUユニットで使用可能となります。 
 

CPUユニット 形名 

今回の変更で使用可能と

なる機種 

ハイパフォーマンスモデルQCPU Q02CPU，Q02HCPU，Q06HCPU，Q12HCPU，Q25HCPU 

プロセスCPU Q02PHCPU，Q06PHCPU，Q12PHCPU，Q25PHCPU 

二重化CPU Q12PRHCPU，Q25PRHCPU 

従来から使用可能な機種 ユニバーサルモデルQCPU Q02UCPU，Q03UDCPU，Q03UDECPU，Q04UDHCPU，Q04UDEHCPU，

Q06UDHCPU，Q06UDEHCPU，Q10UDHCPU，Q10UDEHCPU，

Q13UDHCPU，Q13UDEHCPU，Q20UDHCPU，Q20UDEHCPU，

Q26UDHCPU，Q26UDEHCPU，Q50UDEHCPU，Q100UDEHCPU 

 

なお，Q3MEM-8MBSはユニバーサルモデルQCPUでのみ使用可能であり，ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロ

セスCPUおよび二重化CPUではご使用になれませんので，ご注意願います。 
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1.2 CPUユニットの外観の変更 

メモリカード保護カバーを装着できるようにするために，ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，

二重化CPUの外観が，下記のように変更となります。 

 

(1) ふたを閉じた状態 

ふたを閉じた際に下側のスリットが露出しないように，ふたの形状を変更します。(下記＊1) 
 

CPUユニット 変更前（Q3MEM-4MBSに未対応のユニット） 変更後（Q3MEM-4MBSに対応のユニット） 

ハイパフォーマ

ンスモデルQCPU，

プロセスCPU 

  

二重化CPU 
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(2) ふたを開いた状態 

メモリカード保護カバー(Q3MEM-CV-H)を装着可能とするために，スリットを追加します。(下記＊1) 

Q3MEM-4MBS装着時に形名の確認が容易にできるように，形名表示を追加します。(下記＊2) 

USBコネクタ用ふたの形状変更に伴い，フタのロック部分形状を変更します。(下記＊3) 
 

CPUユニット 変更前（Q3MEM-4MBSに未対応のユニット） 変更後（Q3MEM-4MBSに対応のユニット） 

ハイパフォーマ

ンスモデルQCPU，

プロセスCPU 

  

二重化CPU 
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2 Q3MEM-4MBS-SETの変更 

2.1 Q3MEM-4MBS-SETの同梱品の変更 

Q3MEM-4MBS-SETに同梱するメモリカード保護カバーを下記のように変更いたします。 
 

形名 変更前 変更後 

Q3MEM-4MBS-SET 下記の1つを同梱 

・Q3MEM-CV 

下記の2つを同梱 

・Q3MEM-CV 

・Q3MEM-CV-H 

ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPUでは，Q3MEM-8MBSが使用不可のため，

Q3MEM-8MBS-SETにはQ3MEM-CV-Hが同梱されませんのでご注意願います。 

 

2.2 メモリカード保護カバーの変更 

(1) Q3MEM-CVおよびQ3MEM-CV-Hを装着可能なCPUユニット 

下記のようになります。 
 

メモリカード保護カバー 装着可能なCPUユニット 

Q3MEM-CV ユニバーサルモデルQCPU 

Q3MEM-CV-H ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPU 

 

(2) メモリカード保護カバー(Q3MEM-CVとQ3MEM-CV-H)の見分け方 

Q3MEM-CVとQ3MEM-CV-Hは，下記のように下側の形状および色が異なります。 
 

相違点 Q3MEM-CV Q3MEM-CV-H 

正面から見た形状 

  

色 グレー 無色 
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3 適用品名と変更バージョン 

ハイパフォーマンスモデルQCPU，プロセスCPU，二重化CPUは下記のバージョンから変更となります。 

Q3MEM-4MBS-SETにはバージョンはありませんが，下記の切替え時期に変更となります。 
 

品名 形名 
変更バージョン 切替え時期 

＊1 シリアルNo. シリアルNo.の確認箇所 

ハイパフォーマンス

モデルQCPU 

Q02CPU 上5桁が16021以降 下記のいずれかで確認で

きます。 

・ユニット側面の定格銘

板のSERIAL欄 

・ユニット前面下部のシ

リアルNo.表示板 

2014年2月 

Q02HCPU 

Q06HCPU 

Q12HCPU 

Q25HCPU 

プロセスCPU Q02PHCPU 

Q06PHCPU 

Q12PHCPU 

Q25PHCPU 

二重化CPU Q12PRHCPU 

Q25PRHCPU 

メモリカード Q3MEM-4MBS-SET － － 

＊1 在庫の状況により，切替え時期以降に変更前の製品がお客様に届く場合がございます。ご了承の程よ

ろしくお願いいたします。 
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